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(1) und der Platine (17).
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LEUCHTDIODEN~ANORDNUNG
MIT WARMEABFUHRENDER PLATINE

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Leuchtdioden-
Anordnungen, bei denen LED-Dice (Leuchtdioden-Chips) auf

einer warmeabfihrenden Platine angeordnet sind.

Um Anwendungen mit LEDs mit hoher Helligkeit zZu
realisieren, werden in letzter Zeit immer mehr
Hochleistungs-LEDs mit einer Betriebsleistung von mehr als
1 watt (elektrisch) eingesetzt. Die Chipflédche dieser LED-
Dice liegt derzeit im Bereich von 1lmm2. Es ist zu erwarten,
dass sich in der Zukunft die Betriebsleistung pro LED
weiter erhthen wird, was einerseits durch gréRere
Halbleiter wund andererseits durch héhere Stromdichten
erreicht wird. Speziell die Erhdhung der Stromdichten
bewirkt, dass die Leistungsdichten von LEDs in der nichsten
Zeit von derzeit maximal 1 bis 2 Wattelektrisch/mm2 auf iiber 4

Wattelektrisch/mMM2 ansteigen kdnnen.

Bei Erhdhung der Leistungsdichten ist indessen gleichzeitig
dafiir zu sorgen, dass die entsprechend ebenfalls erhdhte
Verlustwédrme abgefiihrt wird, um sicherzustellen, dass die

Verlustwédrme ausreichend vom Halbleiter abgefiithrt wird.

Eine zu groRe Erwdrmung der LEDs widhrend des Betriebs fiihrt
nédmlich u.U. zu einer Bauteilzerstdrung. Aus diesem Grund

muss wdhrend des Betriebs der LED gewdhrleistet sein, dass
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die Temperatur an der Sperrschicht des p-n Ubergangs in der

LED beispielsweise 125°C nicht {ibersteigt. Diese Gefahr
besteht genauer gesagt darin, dass nur ein Teil der von der
LED aufgenommenen elektrischen Leistung in Licht umgesetzt
wird, wéhrend der andere Teil in Wirme umgewandelt wird
(derzeit ist der Licht-Wirkungsgrad von LEDs noch unter
10%). Die Betriebsparameter von LEDs sind daher in
Abhéngigkeit von der Art der Montage (Assemblierung), der
Einbau- und Umgebungsbedingungen derart zu wdhlen, dass die
Sperrschichttemperatur der LED bspw. 125°¢C nicht

tibersteigt.

Die Erfindung setzt dahingehend an, dass die Verlustwirme
durch Verbesserung des thermischen Widerstands der
Anordnung effizienter abgefithrt werden kann. Wenn gemidR der
Erfindung die Warme gut durch geringen thermischen
Widerstand abgefiihrt werden kann, kann diese ohne hohe
Temperaturgefdlle auf den LED-Tréger libertragen werden. Der
thermische Widerstand wird dabei in K(Kelvin)/W(Watt)

ausgedrickt.

Gemaf dem Stand der Technik sind Anordnungen fir
Hochleistungs-LEDs bekannt, die typischerweise einen
thermischen Widerstand von mehr als 15 K/W in dem Bereich
von der Sperrschicht zum LED-Tr&ger (Platine oder dgl.)
aufweisen. Dies bedeutet, dass gemdR dem Stand der Technik
der Temperaturunterschied zwischen dem LED-Tr&ger und der
aktiven Zomne (Sperrschicht) der LED bei einem Betrieb mit
fUnf Weiektrisch is zu 75 Kelvin betragen wiirde. Ausgehend
von der genannten maximal zuléssigen Sperrschichttemperatur
in Dauerbetrieb bedeutet dies, dass bei einer
Umgebungstemperatur von beispielsweise 40°c¢C der
Temperaturabfall {dber einen Wérmetauscher (Kithlkorper)
maximal 10°C betragen darf. Dies wirde wiederum eine
Kihloberfl&che von 350 cm?2 erfordern, was ganz
offensichtlich Probleme mit sich bringt. Dariiber hinaus

wdre ein Einsatz bei Temperaturen +tber 50°C nahezu
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unmdglich, was die Verwendung der LED fiir bestimmte

technische Anwendungen, wie beispielsweise im Kfz-Bereich

unmdglich machen wlirde.

Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, als LED-Trdger
gedruckte Leiterplatten (printed circuit boards, PCBs) =zu
verwenden. Ublicherweise weisen diese ein organisches
Epoxidharz auf, das thermisch nur sehr schlecht leitet und
daher die thermische Ableitung der Verlustwdrme von der LED

auf den Tr&ger erschwert.

Alternativ sind auch ZKeramikplatinen bekannt, die zwar
bessere thermische Eigenschaften im Vergleich zu den
Leiterplatten auf Epoxidharzbasis aufweisen, dagegen aber
sehr sprdéde und brilichig sind, was ihre Verwendung als

Trdgermaterial mehr als einschréankt.

In technischen Hochleistungsanwendungen werden gemidfs dem
Stand der Technik auch Metallkernplatinen eingesetzt. Diese
haben typischerweise einen sandwichartigen Aufbau basierend
aus der Metallkernbasis, einer Isolationsschicht und einer

Leiterbahn.

Angesichts dieses Standes der Technik ist es Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, eine Montage-Anordnung flir

Leuchtdioden mit verbesserter Wiarmeabfuhr vorzuschlagen.

Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis aus, dass nach
Stand der Technik bei der Verwendung von Metallkernplatinen
die Abfuhr der Verlustwdrme von der LED, welche auf die
Leiterbahn aufgesetzt ist, durch die darunterliegende
Isolationsschicht eingeschrénkt ist, was wiederum die

Leistungsdichte der LED eingrenzt.

Die angefihrte Aufgabe wird erfindungsgemdfl durch die

Merkmale der unabhéngigen Anspriiche geldst. Die abhingigen
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Anspriiche bilden den zentralen Gedanken der Erfindung in

besonders vorteilhafter Weise weiter.

Gemédf? der Erfindung ist also eine Leuchtdioden-Anordnung
mit wenigstens einem Leuchtdioden-Chip (LED-Die)
vorgesehen. Weiterhin ist eine Mehrschichtplatine
aufweisend eine Basis aus einem thermisch gut leitfdhigen
Material, wie belspielsweise Metall vorgesehen, wobeli eine
elektrisch isolierende wund thermisch gut leitfdhige
Verbindungsschicht zwischen der Emissionsfldche des
Leuchtdioden-Chips und der Basis angeordnet ist. Da im
Gegensatz zum Stand der Technik die thermisch isolierende
(Epoxid-)Schicht in Wegfall gelangt, wird der Warmelibertrag
von dem Leuchtdioden-Chip zZu dem warmeabfihrenden

Basismaterial der Platine hin deutlich wverbessert.

Die elektrisch isolierende Verbindungsschicht kann
beispielsweise die Grenzfldche des Leuchtdioden-Chips oder
dessen Substratbasis (z.B. Saphir) sein, die der Platine

zugewandt ist.

Alternativ oder zusdtzlich kann die Verbindungsschicht auch
eine Klebeschicht aufweisen, die flir sich selbst genommen

bereits elektrisch isolierend sein kann.

Eine derartige disolierende Klebeschicht, die =z.B. auch
durch eine Klebefolie realisiert sein kann, ist
insbesondere dann von Vorteil, wenn ein Leuchtdioden-Chip
verwendet wird, dessen der Basis zugewandte Oberfliche
elektrisch leitend ist. In diesem Fall mufd eine gesonderte
elektrische Isolierung zwischen dem Chip und der Basis

erfolgen, um Kurzschlisse und ESD-Ausfélle zu vermeiden.

Der Leuchtdioden-Chip kann in einer Vertiefung der Platine
untergebracht sein. Dabei kann der Leuchtdioden-Chip derart

versenkt sein, dass seine Oberseite nicht {i{iber die Kontur
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der Platine {bersteht und beispielsweise plan mit der

Oberseite dexr Platine abschliefRt.

Die Vertiefung, in die der LED-Chip gesetzt ist, kann dabei

in der wérmeabfiihrenden Basis der Platine ausgebildet sein.

Gleichzeitig kann die Vertiefung weitere Funktionen
aufweisen. Beispielsweise kann die Vertiefung eine
Reflektorwirkung haben, wobei vorteilhafterweise die Winde

der Vertiefung zumindest teilweise abgeschrdgt sind.

Der Leuchtdioden-Chip kann derart angebracht sein, dass das
Substrat der Leuchtdioden der Platine zugewandt ist, wobei
in diesem Fall das Substrat aus einem elektrisch
isolierenden Material wie beispielsweise Saphir gebildet
sein kann. Diese Montageart wird in der Fachterminologie

oft auch als "Face Up" bezeichnet.

Indessen ist auch die "Face Down"-Montagetechnik denkbar,
bei der der Leuchtdioden-Chip derart angeordnet ist, dass
das Substrat der Leuchtdioden von der Platine abgewandt
ist. In diesem Fall kann zwischen dem Leuchtdioden-Chip und
der Platine ein zZu diesen Bauteilen separater
Zwischentrdger angeordnet sein, mit dem der Leuchtdioden-

Chip elektrisch kontaktiert ist.

Die der Platine zugewandte Seite des Zwischentrdgers kann
elektrisch isolierend sein, wobei der dem Leuchtdioden-Chip
zugewandte Bereich des Zwischentridgers leitende Bereiche

wie beispielsweise Leiterbahnen aufweisen kann.

Wenigstens der Bereich des wenigstens einen
Leuchtdiodenchips kann von einer Linse wie beispielsweise

einer Fresnel-Linse {iberdeckt sein.

Der Bereich zwischen der Platine wund der Linse kann

wenigstens teilweise mit einem Farbkonversionsstoff gefiillt
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gein. Der Farbkonversionsstoff kann also neben und/oder

iiber dem Leuchtdioden-Chip angeordnet sein. Gegebenenfalls
kann auch die Vertiefung seitlich vom Chip mit einem
Farbkonversionsstoff aufgefiillt sein, um eine LED mit

wesentlich weiRer Lichtcharakteristik zu erhalten.

Der Leuchtdioden-Chip kann mittels Drdhten wvon einer
Leiterplatte aus kontaktiert sein, wobei diese Leiterplatte
seitlich von dem Leuchtdioden-Chip sandwichartig mittels
einer dazwischenliegenden Isolierschicht auf der Platine

aufgebracht ist.

CemifR einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird
eine Leuchtdioden-Anordnung mit einer Sandwich-Struktur
vorgeschlagen. Diese Struktur weist dabei eine thermisch
gut leitfdhige Schicht, beispielsweise aus Metall, eine
elektrisch isolierernnde Schicht und eine Leiterplatte auf.
Die elektrische Isolierschicht und die Leiterplatte weisen
dabei iibereinanderl iegende Ausnehmungen auf, sodass die
thermisch leitfdhige Schicht im Bereich dieser Ausnehmungen
in Richtung der Oberseite, das heift der elektrischen
Tsolierschicht freigelegt ist. Wenigstens ein Leuchtdioden-
Chip kann im Bereich dieser Ausnehmung auf die thermisch

gut Leitfdhige geschickt aufgesetzt sein.

Dabei kann der Leuchtdioden-Chip von der Leiterplatte aus

seitlich elektrisch kontaktiert sein.

Weitere Merkmale, Vorteile und Eigenschaften der
vorliegenden Erfindung sollen nunmehr unter Bezugnahme auf

die Figuren der begleitenden Zeichnungen erl&éutert werden.

- Figur 1 =zeigt ein erstes Ausfiihrungsbeispiel der

Erfindung,

- Figur 2 zeigt eine Abwandlung von Figur 1

dahingehend, dass in dem Metall-Basismaterial
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eine Vertiefung vorgesehen ist, in der der LED-

Die eingesetzt ist,

Figur 3 zeigt eine Abwandlung von Figur 2
dahingehend, dass die Vertiefung des Triagers
insgesamt mit einem Farbkonversionsstoff

aufgeftllt ist,

Figur 4 zeigt, wie eine LED-Anordnung mit mehreren
LED-Dice von einer flachbauenden Fresnel-Linse

abgedeckt sein kann,

Figur 5 zeigt ein Ausflihrungsbeispiel, bei dem der

LLED-Die "Face Down" montiert ist, und

Figur 6 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel, bei

dem dexr LED-Die "Face Down" montiert ist.

Wie oben bereits ausgefithrt, soll gemdfs der vorliegenden
Erfindung ein LED-Die méglichst direkt auf die
wérmeableitende Basis beispielsweise einer
Metallkernplatine aufgesetzt sein. Bei diesem Schritt muss
indessen das Problem iberwunden werden, dass LED-Dies
hiufig {iber das LED-Substrat bzw. fiber ihre der Basis

zugewandte Oberfl&dche leitfédhig sind, wodurch sich bei

einer derartigen Anordnung ein Kurzschluss zum
Leiterplattenbasismaterial ergeben kann, der oft
unerwinscht ist und besonders hinsichtlich der
Verschaltungsméglichkeiten der LEDs keinerlei

Designfreiheit l&sst.

Wie aus Figur 1 ersichtlich ist daher ein LED-Die mittels
einer thermisch leitfdhigen, aber elektrisch isolierenden
Schicht 2 auf das Basismaterial (beispielsweise Metall) 5

einer Metallkernplatine 17 gesetzt.
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Die Metallkernplatine 17 weist neben diesem Basis-

Metallkern 5 eine dariberliegende elektrisch isolierende
Schicht 4 sowie eine elektrisch leitfdhige Schicht mit
Leiterbahnen 3 auf, wobei vorzugsweise die elektrisch
isolierende Schicht 4 wund die Leiterbahnen-Schicht 3
deckungsgleiche Ausnehmungen 16 aufweisen, in die der LED-

Die 1 eingesetzt ist.

Die elektrische Kontaktierung des LED-Dies erfolgt bei
dieser Anordnung, bei der das Substrat des LED-Dies der
Platine 1) zugewandt ist, seitlich von den Leiterbahnen 3

mittels Dradhten 11 auf die Oberseite des LED-Dice 1.

Auf der Unterseite des Basismaterials 5 dexr
Metallkernplatine 7 kénnen weitere Kihlkdrper 14 bekannter

Art angeordnet sein.

Tnsbesondere der Bereich des LED-Dies 1 und der Ausnehmung
16 kann von einer im Wesentlichen kalottenfdrmigen Linse 6
tiberdeckt sein, die das vom dem LED-Die 1 abgestrahlte

Licht blindelt.

Die elektrische Kontaktierung der in Figur 1 dargestellten
LED-Anordnung kann iber ausserhalb des von der Linse 6
tiberdeckten Bereichs vorgesehene Steckkontakte 7 etc.

erfolgen.

Als Basismaterial 5 der Platine 17 wird allgemein ein
Material mit hoher thermischer Leitfahigkeit eingesetzt, so
dass bevorzugt Metalle, wie beispielsweise Aluminium oder

Kupfer zur Verwendung kommen koénnen.

Die elektrisch isolierende aber thermisch leitfdhige
Verbindungsschicht 2 kann zum Beispiel eine nicht leitende
gubstratschicht der LEDs (fiir griune LEDs wird z.B. oftmals
Saphir verwendet) oder aber auch ein thermisch leitfdhiger

und elektrisch isolierender Xleber sein. Die elektrisch
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isolierende aber thermisch leitf&hige Verbindungsschicht 2
kann also Teil des LED-Dies 1, dexr Mehrschichtplatine 17
und/oder eine davon separate Schicht sein. Die separate
Schicht ist insbesondere dann erforderlich, wenn die LED-
Dies 1 derart angeordnet sind, dass ihre der
Mehrschichtplatine 17 zugewandte Oberfldche elektrisch
leitfahig ist. Fermer ist beispielsweise bei roten LEDs,
die aus zwei tlbereinander angeordneten Dioden-Schichten
bestehen, immer eine der beiden Schichten dexr
Mehrschichtplatine 17 zugewandt, weshalb Zur Vermeidung von
Kurzschliissen und ESD-Ausfdllen eine separate Isolierung

erforderlich ist.

Die Isolationsschicht 4 der Metallkernplatine 17 kann
beispielsweise aus organischen Materialien oder diinnen
Keramiken bestehen (letztere sind z.B. auf den Metalltréger
5 aufgeschldmmt, bzw. der Metalltrdger wird mit einem

eingebrannten Keramiktape beschichtet.

Tn dem Ausfiihrungsbeispiel von Figur 2 weist die Basis 5
der Platine 17 ebenfalls eine Vertiefung 18 auf, in die der
LED-Die 1 eingesetzt ist. Da die Wdnde dieser Vertiefung 18
in dem metallischen Basismaterial 5 der Platine 17
abgeschridgt sind, kénnen diese metallischen Wénde der
Vertiefung 18 eine vorteilhafte Spiegel- bzw.
Reflektorwirkung entfalten. Im iUbrigen ist auch eine andere
Formgebung der Wénde und/oder des Bodens der Vertiefung

denkbar, die Spiegel- oder Reflektorwirkung aufweist.

gomit dient das Basismaterial 5 der Mehrschichtplatine 17
nicht nur zur Befestigung und Warmeabfuhr des LED-Dies 1,
sondern auch zur gezielten Lichtlenkung in Richtung weg von
der Platine. Diese Lichtlenkung durch die Reflektorwirkung
der Vertiefung 18 im Basismaterial 5 dexr Platine 17 ist

vorzugsweise mit der Wirkung der Linse 6 abgestimmt.
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Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, dass mittels

Farbkonversionsmitteln "weiRe LEDs" erreicht werden kénnen.
Derartige LEDs werden in der Fachwelt oft auch als
.Phosphorkonverter-LEDs" oder ,Lumineszenzkonversions-LEDs"
bezeichnet. Wie aus Figur 3 ersichtlich, kann ein
derartiger Farbkonversionsstoff 13 direkt auf die LED
aufgebracht sein, in den Zwischenraum zwischen Linse 6 und
LED-Die 1 eingefillt sein oder aber gemd® einer besonders
bevorzugten und in der Figur 3 dargestellten
Ausfihrungsform die Vertiefungen 12, 18 auffiillend
angeordnet sein, sodass der Fiullstoff die Oberseite der

Leiterbahnschicht 3 der Platine 17 biindig abschlieft.

Bei der Ausfithrungsform von Figur 4 ist die kalottenfdrmige
Linse durch eine flachbauende Fresnel-Linse 9 ersetzt.
Gleichzeitig ist aus Figur 4 ersichtlich, dass eine
derartige Linse mehrere LED-Dies 1 iiberdecken kann. In dem
Bereich zwischen zwei LEDs und unterhalb der Fresnel-Linse
9 kann eine Ansteuerelektronik 8 far die LEDs

(Konstantstromguelle etc.) vorgesehen sein.

Die Ausfithrungsbeispiele von Figur 1 bis Figur 4 zeigen
sidmtlich LED-Dies, die "Face Up", das heiRt mit dem LED-
Substrat nach unten (in Richtung des Basismaterials 5 der

Platine 17) angeordnet sind.

Figur 5 zeigt nunmehr den umgekehrten Fall, das heift gemdf
Figur 5 ist der LED-Die 1 "Face Down" angeordnet, so dass
das Substrat der LEDs von dem Metallkern 5 der Platine 17
wegweist. In diesem Fall ist der LED-Die 1 mittels eines
Leitklebers 20 auf einen Zwischentrdger 10 angeordnet. Der
Leitkleber 20 weist beispielsweise eine Dicke von weniger
als 10 pum und eine thermische Leitfdhigkeit von mehr als 2
W/mK auf. Die elektrische Kontaktierung des LED-Dice 1 wvon
Figur 5 erfolgt somit tiber Drdhte 11, die mit dem

zwischentrdger 10 kontaktiert sind. Derartig "Face Down"
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zumontierte LED—Dies weisen Ublicherweise im Vergleich zu

"Face Up" montierten LED-Dies hdhere Wirkungsgrade auf.

Der Zwischentrd@ger 10 ist |beispielsweise aus einem
Keramikmaterial und weist auf seiner Oberseite Leiterbahnen
auf, wihrend die Unterseite gegebenenfalls durch eine
weitere Isolationsschicht 19 gegeniiber dem Metallkern 5 der
Platine 17 elektrisch isoliert ist. Wiederum ist indessen
auch die Isolierschicht 19 so ausgestattet, dass sie

thermisch gut leitfdhig ist.

AbschlieRend ist in Figur 6 ein letztes Ausfithrungsbeispiel
dargestellt, bei dem der LED-Die 1 wiederum "Face Down" auf
einem Zwischentrédger 10 angeordnet ist, um die bei dieser
Anordnung verbesserte Lichtabgabe und damit hoéhere
Helligkeit zu erxrzielen. Bei diesem Zwischentridger handelt
es sich vorzugsweise um ein AIN- (Aluminiumnitrid) -
Keramiktridgersulbstrat, welches hervorragende wirmeleitende
Eigenschaften aufwelist und gleichzeitig elektrisch
isolierend wirkt. Der Vorteil in der Verwendung dieses
zusdtzlichen Zwischentrdgers 10 besteht darin, dass eine
hohere ESD-(electro static discharge)-Festigkeit erreicht
wird und die Metkallkernplatine elektrisch neutral bleibt.

Ergdnzend zu der Ausflhrungsform in Figur 5 ist der LED-Die
1 nunmehr mit einem Farbkonversionsstoff 13 umgeben, um das
Licht in eine gewlnschte (Misch-)Farbe umzuwandeln. Die
Oberseite der elektrisch leitfdhigen Schicht 3 ist ferner
mit einer zusdtzlichen Klebeschicht 21 dberdeckt, deren
Aufgabe es ist, die Linse 6 zu fixieren. SchlieRflich ist im
dargestellten Ausfiihrungsbeispiel an der Unterseite der
Platine 17 noch ein doppelseitiges Klebeband 22 vorgesehen,
welches eine einfache Befestigung der gesamten

Leuchtdioden-Anordnung ermdglicht.
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Anspriche:

1. Leuchtdioden-Anordnung, aufweisend:

- wenigstens einen Leuchtdioden-Chip (1),

- eine Mehrschicht-Platine (17) mit einer Basis (5) aus
einem thermisch gut leitfdhigen Material, insbesondere
aus Metall, und

- eine elektrisch isolierende und thermisch leitende
Verbindungsschicht (2) zwischen der Emissionsflédche des

Leuchtdioden-Chips (1) und der Platine.

Anordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die elektrisch isolierende Verbindungsschicht (2)
wenigstens die Grenzfldche (15) des Leuchtdioden-Chips
(1) ist, die der Platine (17) zugewandt ist.

Anordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die elektrisch isolierende Verbindungsschicht

wenigstens eine Klebeschicht (2) ist.

Anordnung, insbesondere nach einem der vorhergehenden
Anspriche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Leuchtdioden-Chip (1) in einer Vertiefung (16)
der Platine (17) untergebracht ist.

Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Leuchtdioden-Chip (1) im Bereich einer
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Vertiefung (12) in dem Basismaterial (5) der Platine

(17) angeordnet ist.

6. Anordnung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Leuchtdioden-Chip (1) nicht tber die Kontur der
Platine (17) ubersteht.

7. Anordnung nach einem der Anspriiche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Leuchtdioden-Chip (1) plan mit der Oberseite
der Platine (17) abschliesst.

8. Anordnung nach einem der Anspruch 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vertiefung (12, 16) die Funktion eines
Reflektor hat.

9. Anordnung nach einem der Anspriiche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Winde der Vertiefung (12, 16) zumindest

teilweise abgeschrigt sind.

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Leuchtdioden-Chip (1) derart angeordnet ist,
dass das Substrat der Leuchtdioden der Platine (17)

zugewandt ist.

11. Anordnung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Substrat der Leuchtdioden aus einem elektrisch

igsolierenden Material besteht.

12. Anordnung nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet,



10

15

20

25

30

35

WO 2005/048358 PCT/EP2004/012438

14
dass das Substrat der Leuchtdioden aus Saphir besteht.

13. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Leuchtdioden-Chip (1) derart anéeordnet ist,
das das Substrat der Leuchtdioden von der Platine (5)

abgewandt ist .

14. Anordnung nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen dem Leuchtdioden-Chip (1) und der Platine
(17) ein zu diesen Teilen separater Zwischentrédger (10)
angeordnet ist, mit dem der Leuchtdioden-Chip (1)

elektrisch kontaktiert ist.

15. Anordnung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zwischentridger (10) durch ein Aluminiumnitrid-

Substrat gebildet ist.

16. Anordnung mach Anspruch 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die der Platine (17)zugewandte Seite des

Zwischentrigers (10) elektrisch isolierend ist.

17. Anordnung mach Anspruch 16,
dadurch gekemnnzeichnet,
dass der dem Leuchtdioden-Chip (1) zugewandte Bereich

des Zwischentridgers (10) leitende Bereiche aufweist.

18. Anordnung mnach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekemnzeichnet,
dass wenigstens der Bereich des Leuchtdioden-Chips (1)
von einer Linse (6), insbesondere einer Fresnel-Linse

(9) {iberdeckt ist.
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19. Anordnung nach Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Bereich zwischen der Platine (17) und der Linse
(6, 9) wenigstens teilweise mit einem

Farbkonversionsstoff (13) gefillt ist.

20. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Leuchtdioden-Chip (1) mittels Dr&hten (11) wvon
einer Leiterplatte (3)aus kontaktiert ist, die
sandwichartig mittels einer dazwischenliegenden

Isolierschicht (4) auf der Platine (17) angebracht ist.

21 . Leuchtdioden-Anordnung, aufweisend:

22.

23.

— eine Mehrschichtplatine(17) aufweisend wenigstens eine
thermisch gut leitfdhige Schicht (5), eine elektrische
Isolierschicht (4) und eine Leiterplatte (3), wobei die
elektrische Isolierschicht (4) und die Leiterplatte (3)
jeweils wenigstens eine Ausnehmung (12, 16) aufweisen,
in der die thermisch leitf&hige Schicht (5) somit
freigelegt ist, und

- wenigstens einen Leuchtdioden-Chip (1), der im Bereich
der Ausnehmung (16) auf die thermisch gut leitféhige
Schicht (5) aufgesetzt ist.

Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 21,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Leuchtdioden-Chip (1) von der Leiterplatte (3)
aus elektrisch kontaktiert (11) ist.

Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 21 oder 22,
dadurch gekennzeichnet,

dass zwischen der Emissionsflédche des Leuchtdioden-Chips
(1) und der thermisch gut leitf&higen Schicht (5) eine
thermisch leitende Verbindungsschicht (2) vorgesehen

ist.
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24 . Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 23,

dadurch gekennzeichnet,
dass die der thermisch gut leitfdhigen Schicht (5)
zugewandte Oberflidche des Leuchtdioden-Chips (1)
5 elektrisch leitfdhig ist,
wobei es sich bei der Verbindungsschicht (2) um eine

separate, elektrisch isolierende Schicht handelt.

25. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 24,
10 dadurch gekennzeichnet,
dass die elektrisch isolierende Schicht durch eine

Klebefolie gebildet ist.
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weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,

daR eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgefihrt werden kann, némiich

3. D Anspriiche Nr.
weil es sich dabei um abhéngige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind.

Feld Hl Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die intemnationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthétt:

siehe Zusatzblatt

1. D Da der Anmelder alle erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

2. Da flr alle recherchierparen Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden konnte, der eine
zusétzliche Recherchengeblhr gerechtfertigt hatte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung einer solchen Gebihr aufgefordert.

3. l:l Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fir die Geblhren entrichtet worden sind, namlich auf die
Anspriche Nr.

4. l:l Der Anmelder hat die erforderlichen zusitzlichen Recherchengebiihren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher—
chenbericht beschrénkt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwéhnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspriichen er—
fant:

Bemerkungen hinsichilich eines Widerspruchs l:l Die zus#tzlichen Gebiihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.

D Die Zahlung zusétzlicher Recherchengebtihren erfolgte ohne Widerspruch.
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Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004 /012438

WEITERE ANGABEN PCTASA/ 210

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthilt,
namlich:

1. Anspriiche: 1-25

Leuchtdioden-anordnung, aufweisend einen Leuchtdioden-Chip,
eine Mehrschichtplatine mit einer Basis aus einem thermisch
gut leitfdhigen Material, und eine elektrisch isolierende
und thermisch Teitende Verbindungsschicht zwischen der
Emissionsflache des Leuchtdioden-chips und der Platine

1.1. Ansprﬁche: 4-20

Anordnung, in der ein Leuchtdioden-Chip in einer Vertiefung
einer Platine untergebracht ist.




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Angaben zu Vertiffemli"en, die zur selben Patentfamilie gehéren

alionales Aktenzeichen

/EP2004/012438
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datumn der
angefihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patenttamilie Verdifentlichung
WO 03019679 A 06-03-2003 JP 2003152225 A 23-05-2003
CN 1466782 A 07-01-2004
EP 1439584 Al 21-07-2004
WO 03019679 Al 06-03-2003
W 566364 B 01-10-2003
US 2004065894 Al 08-04-2004
US 2004065894 Al 08-04-2004 JP 2003152225 A 23-05-2003
CN 1466732 A 07-01-2004
EP 1439584 Al 21-07-2004
WO 03019679 Al 06-03-2003
™ 556364 B 01-10-2003
US 6498355 B1 24-12-2002 DE 10246892 Al 24-04-2003
JP 2003124524 A 25-04-2003
TW 561635 B 11-11-2003
US 2003189830 Al 09-10-2003 JP 2002094122 A 29~-03~2002
CN 1436374 A 13-08~-2003
EP 1387412 Al 04-02~2004
WO 02084750 Al 24-10-2002
TW 517402 B 11-01-2003
EP 1139019 A 04-10-2001 US 6428189 Bl 06~-08-2002
CA 2342440 Al 30-09-2001
EP 1139019 Al 04-10-2001
US 5003357 A 26-03-1991 JP 1004084 A 09-01-1989
WO 02089221 A 07-11-2002 JP 2002319705 A 31-10-2002
CN 1461498 A 10-12-2003
EP 1398839 Al 17-03-2004
WO 02089221 Al 07-11-2002
W 541724 B 11-07-2003
US 2004012958 Al 22-01-2004
JP 2003168829 A 13-06-2003
EP 1398839 A 17-03-2004 JP 2002319705 A 31-10-2002
EP 1398839 Al 17-03-2004
US 2004012958 Al 22-01-2004
CN 1461498 A 10-12-2003
WO 02089221 Al 07-11-2002
T 541724 B 11-07-2003
JP 2003168829 A 13-06-2003
WO 0055685 A 21-09-2000 US 6441943 Bl 27-08-2002
AU 3527900 A 04-10-2000
CA 2367011 Al 21~-09-2000
EP 1169668 Al 09-01-2002
JP 2002539026 T 19-11-2002
Wo 0055685 Al 21-09-2000
Us 2002154379 Al 24-10-2002
Us 2003002179 Al 02-01-2003
US 2004114384 Al 17-06-2004
US 2004160657 Al 19-08-2004
US 2002024713 Al 28-02-2002
US 6402347 Bl 11-06-2002 WO 0036336 Al 22-06-2000

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patenifamilie) (Januar 2004)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Angaben zu Verﬁﬁenll‘gen, die zur selben Patentfamilie gehdren

Intammationales Aktenzeichen

/EP2004/012438

Im Recherchenbericht

Datum der

Mitglied(er) der

Datum der

angeflihrtes Patenidokument Veréffentlichung Patentfamilie Verdffentlichung
US 6402347 B1 EP 1056971 Al 06-12-2000
JP 2002532893 T 02-10-2002
TW 512915 Y 01-12-2002
US 6335548 B1 01-01-2002 AU 3899500 A 04-10-2000
CA 2373368 Al 21-09-2000
EP 1169735 Al 09-01-2002
JP 2002539623 T 19-11-2002
JP 2005005740 A 06-01-2005
Wo 0055914 Al 21-09-2000
us 6670207 B1 30-12-2003
US 2003168670 Al 11-09-2003
US 2004084681 Al 06-05-2004
US 2001026011 Al 04-10-2001
US 2002004251 Al 10-01-2002
AU 3527900 A 04-10-2000
CA 2367011 Al 21-09-2000
EP 1169668 Al 09-01-2002
JP 2002539026 T 19-11-2002
US 2002154379 Al 24-10-2002
us 2003002179 Al 02-01-2003
us 6441943 Bl 27-08-2002
US 2004160657 Al 19-08-2004
US 5529852 A 2b-06-1996 CA 1333241 C 20-11-1994
DE 3877370 D1 25-02-1993
DE 3877370 T2 06-05-1993
EP 0276788 A2 03-08-1988
JP 1851039 C 21-06-1994
JP 5065475 B 17-09-1993
JpP 63303881 A 12-12-1988
KR 9305894 Bl 25-06-1993
EP 0755074 A 22-01-1997 JP 3165779 B2 14-05-2001
dJP 9036274 A 07-02-1997
DE 69607531 DI 11-05-2000
DE 69607531 T2 11-01-2001
EP 0755074 A2 22-01-1997
us 5770821 A 23-06-1998

Formblatt PCTASA/210 (Anhang Patentfamilie) {Januar 2004)




	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings
	Search_Report

